Solution for researching

Prensa Caliente Automatica Al Vacio De 10T Para Prensado De
Laboratorio De Precision

Numero de articulo: XP32

Introduccion

Prensa caliente automatica al vacio de
sobremesa de alta precisiéon de 10T con platina
calefactada de 200x200mm y bomba de vacio
rapida para curado de polimeros, unién de
electrodos de bateria e investigacién de
materiales. Ideal para entornos de laboratorio
que requieren calentamiento uniforme y control
de presién de precisién, certificada CE con
pantalla tactil programable.

Aprende mas

Aplicacion Descripcion Beneficio Clave

Laminacién de Peliculas

Laminacién de ldminas o peliculas poliméricas bajo calor y vacio para crear

Poliméricas estructuras multicapa.

Unién de Electrodos de Bateria

Unién de materiales de electrodos a colectores de corriente para baterias de

iones de litio o de estado sdlido.

La presién y temperatura uniformes evitan deformaciones y
huecos.

El purgado con gas inerte previene la oxidacién,
asegurando una alta conductividad.

Compactacién de Polvos (con Compactacién de polvos metdlicos, cerdmicos o compuestos en granulos densos  Alta presién de hasta 50.9 MPa alcanzable con troquel de
Troqueles) utilizando un troquel més pequefio.

Procesamiento de Peliculas

Sinterizado de Cerdmica

Curado de Materiales

Curado de preimpregnados de fibra de carbono o fibra de vidrio.

Curado y recocido de peliculas delgadas para aplicaciones de electrénica y
Delgadas sensores.

Sinterizado en etapa inicial de cuerpos ceramicos verdes bajo calor y presién
combinados.

@50 mm.

Control de temperatura preciso de hasta 300°C con
entorno de vacio.

Porosidad reducida y propiedades mecanicas mejoradas.

La distribucién uniforme de la presién asegura la calidad de

Compuestos la laminacién.
Encapsulacion de Electrénica Encapsulacion de dispositivos electrénicos orgéanicos sensibles bajo atmdsfera El entorno libre de oxigeno extiende la vida til del
Orgénica inerte. dispositivo.

_

Modelo

Presién Méxima de Trabajo

Precisién de Presién

Temperatura de Trabajo de la Platina
Potencia de Calefaccién
Dimensiones de la Platina

Apertura de la Platina (Luz del Dia)
Bomba de Vacio Incluida

Desplazamiento de la Bomba de Vacio

XP32

=< 10 Toneladas (100 kN)

+ 0.1 Tonelada (1 kN)

Temperatura Ambiente (RT) - 300 °C
3500 W

200 mm x 200 mm

50 mm

Bomba Mecénica de Paletas Rotativas

240 L/min (8.5 CFM)

Prensa caliente automatica al vacio

Controlada mediante sistema programable
Retroalimentacion de carga de alta precision
Pantalla tactil PID programable

Conjunto de elementos calefactores de alta densidad
Platinas rectificadas planas

Apertura compacta para ciclo de vacio réapido
Inclusién estéandar

Capacidad de evacuacién de alta velocidad
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Nivel de Vacio Final <-0.1 MPa Presién relativa manométrica
Atmoésfera de Trabajo Nitrogeno (Nz) / Argén (Ar) Compatible con vacio-y-purgado
Fuente de Alimentacién AC 208V / 60Hz (Monofasica) Optimizada para instalaciones institucionales de EE.UU.
Certificacion Certificacion CE Cumplimiento estandar de seguridad
e v s s scectn i vt e o)
Interfaz Pantalla tactil a color de 7 pulgadas PLC industrial Siemens con pantalla tactil de alta resolucién

Perfilado basico de temperatura PID, entrada de presion objetivo, Perfilado complejo de temperatura/presion de multiples pasos, almacenamiento de

Funciones o hs . . ' . Ll . A .
Principal mantenimiento automatico, descompresién temporizada recetas (hasta 99 perfiles), retroalimentacién precisa de célula de carga, registro de datos
rincipales .
P automatizada por Ethernet
\deal P Laminacion estandar, curado de polimeros, prensado simple de Investigaciéon académica, estdndares de prueba ASTM, procesos que requieren
eal Para . o i .
grénulos compensacion de presidn paso a paso precisa
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